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1. AZ ELEKTRONIKAI TECHNOLOGIA TARGYA,
CELKITUZESEL.

AZ ELEKTRONIKUS KESZULEKEK TIPIKUS
FELEPITESE.

AZ ELEKTRONIKUS ALKATRESZEK
ES HORDOZOK TiPUSAI.

RESZEGYSEGEK (MODUL-ARAMKOROK)
TIPUSAI ES FELEPITESUK
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MI AZ ELEKTRONIKAI TECHNOLOGIA?

A technologia az anyag jellemzdinek tervezett, maradandé

megvaltoztatasa.

Az elektronikai technologia a villamosmeérnoki

« tudomanyos és
 ipari ismereteknek azon terilete, amely
az elektronikus aramkori egységek
- alkatrészeinek,
* hordozdinak és
« Osszekottetés rendszereinek
« tervezésével,
- megvalodsitasaval és
« megbizhatésagaval

foglalkozik.
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AZ ELEKTRONIKAI TECHNOLOGIA

HAJTOEREJE

A funkciok integracioja

a méret,

az energiafelhasznalas,

a koltségek és

a kornyezeti terhelés csokkentése,

maximalis megbizhatésag mellett.
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AZ ELEKTRONIKUS KESZULEKEK
FELEPITESE

« Egy egyszerld mobil telefon példajan
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MIVEL NEM FOGLALKOZUNK?

o Aramkori tervezés (Elektronika)
« Chipek tervezése (Mikroelektronika)
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MIVEL FOGLALKOZUNK?

FellUletszerelesi és furatszerelési technologiak
Chipek megvalositasi €s kdtési technoldgiai
Vékonyretegek és vastagrétegek technologiai

Nyomtatott huzalozasu lemezek tervezeési alapelvei es
technoldgiaja

Elektronikus készulékek konstrukcids alapelvei,
részegységek hitési megoldasai

A minBségbiztositas és megbizhatdsag alapfogalmai
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MIVEL FOGLALKOZHATUNK KESOBB

(Mikroelektronika és elektronikai
technologia BSc szakiranyon)?
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Elektronikai gyartas €s minésegbiztositas

Modularamkorok és készllékek (tervezese és
technologiaja)

Technoldgiai folyamatok €s mindsegellendrzésuk (labor)
Erzékeldk, beavatkozok és megjelenitdk

Elektronikus készulékek konstrukcids alapelvei,
részegységek hitési megoldasai

Kornyezetvédelem az elektronikai technologiaban
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MIVEL FOGLALKOZHATUNK MEG
KESOBB (Elektronikai technolégia és
mindséegbiztositas MSc szakiranyon) ?

« Min&segbiztositas a mikroelektronikaban
 Fizikai, kémiai és nanotechnologiak

« Modularamkorok rendszertechnikaja

» Technoldgiai folyamatmodellezés

« Nagy integraltsagu modularamkorok

« Megbizhatésagi hibaanalitika
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AZ ELEKTRONIKUS RESZEGYSEGEK,
MODULARAMKOROK TIPUSAI

Alkatrészek Furatba Fellletre Tokozatlan
szerelhetok szerelhetok chipek
Hordozok beliltetése
Nyomtatott Furatszerelt  FelUletszerelt ,Chip on
huzalozasu lemez nyomtatot NYAK Board” NYAK
(NYHL) aramkor
(NYAK)
Vékonyréteg/vastag- - Hibrid integralt Chipes
réteg passziv halozat aramkor HIC
(HIC)
Nagyfelbontasu, - Mitichip
tobbrétegi hal. (HDI) Fellletszerelt modulok
NYHL mikrovias MCM-L
keramiak NYAK MCM-C
vékonyrétegek MCM-D
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FURATBA SZERELHETO ALKATRESZEK

Hajlékony vagy merev kivezetésekkel (alkatrészlabakkal) rendelkeznek.
A hajlékony kivezetéseket a furatok helyzetének megfeleléen méretre
vagjak és hajlitjak. A merev kivezetesl alkatrészek labkiosztasa kotott.
A kivezetéseket a szerelblemez furataiba illesztik és a masik oldalon
forrasztjak be. Ezért megkulonboztetink alkatrész- és forrasztasi oldalt.

PELDA: EGY FURATBA SZERELHET®
ELLENALLAS SZERKEZETE
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FURATSZERELT INTEGRALT ARAMKOR

(Dual-In-Line IC) SZERKEZETE

chip \ Au huzal 25um-es

kivezeto ; \

forrasz

nyomtatott huzalozasu lemez

A kivezetéseket a szerelélemez furataiba
illesztik és a masik oldalon forrasztjdk be.
Ezért megklldnbdztetink alkatrész- és
forrasztasi oldalt.
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FELULETRE SZERELHET ELLENALLAS
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